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半導体集積回路の加工寸法の微細化に合わせて、プリント配線基板やハイブリッド型実装基板上での最小加工寸法の微

細化も必須の課題である。しかし、機械的硬度が高く歪の量を比較的少ない量に制御できる単結晶シリコン基板に比べ、

硬化樹脂基板などは硬度が脆弱である上にプロセスにおける歪量は大きく、これが微細化を妨げる一つの要因となってい

る。本発表では、これまでのレチクルフリー露光方式[1]を応用し、基板上の不均一伸縮に起因して発生するパターン形状

のずれに応じ柔軟なパターンアライメントを行うフレキシブルアライメント露光方式について検討した結果を報告する。

基板の不均一伸縮を想定し、予め形状を大胆に歪ませたパターンをSiウエハ上のフォトレジストに転写し、これをサンプ

ルとして用いた。このサンプルの各基準点の位置を露光装置内で複数検出し、その結果に応じて、フレキシブルアライメ

ント露光方式の検証を行った。サンプルのパターン形状と、フレキシブルアライメント露光を行った後のパターン形成結

果より、各基準点位置の検出は露光画素程度の精度で実現できており、大胆に不均一伸縮を施したパターンであるにもか

かわらず、ほぼ所定の位置に露光ができることが確認できた。 
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